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一、报告简介

观研报告网发布的《2008-2009年中国IC卡行业研究咨询报告》涵盖行业最新数据，市场热
点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本
行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报
告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业
的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调
研分析。
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二、报告目录及图表目录

近几年，中国IC卡行业步入产业分工合作、规模应用起步、产品由低端向高端延伸发展的
新阶段，产品结构调整、应用技术升级和优化资源配置稳步推进，表现出应用技术多元化、
产品价格持续下滑、应用需求差异化、卡片市场国际化的典型特征。整个行业面临资本、技
术、市场、配套、经营等多方面新的压力和挑战，同时还面临海外市场拓展的若干困难。在
这种情况下，加速产业结构调整，完善产业链的建设，探索差异化的竞争战略，逐渐向高附
加值环节转移，通过加强合作来协调优化市场环境，积极探索海外市场的发展，成为中国IC
卡行业实现可持续发展的重要手段。 

2008年起我国将支持产、学、研、用相结合的金卡工程多功能卡应用联盟的发展，加强
跨部门、跨行业、跨地区的合作，拟定相关政策措施，引导和支持产用结合和融合发展。同
时，建立第三方产品及安全检测认证中心，确保IC卡安全使用。开展法规保障、安全管理和
技术防范体系等IC卡应用安全体系建设，探索运用公开密钥密码等技术，构建密码技术信息
安全保障基础设施。目前，我国行业性IC卡应用覆盖电信、社会保障、公安、税务、交通、
建设及公用事业、卫生、石油石化、组织机构代码管理等多个领域，发卡总量超过50亿张。
随着IC卡应用范围不断扩大，各类IC卡的功能扩展和相互融合加快。

中国智能卡市场的庞大让国外产业巨头看到了巨大市场前景，于是出现了以英飞凌为代表
的国际大厂抢攻这个市场的局面。目前，在重要的智能卡市场上，芯片供应商集中为英飞凌
、瑞萨、飞利浦、ST等国际半导体巨头，国内智能卡芯片设计企业的份额很少，而且技术
水平和产品的稳定性也处于落后状态。通过FCOS的快速上马可以看出，英飞凌将未来智能
卡的门槛提高了。一旦3G应用铺开，在USIM卡领域，也许将出现只有大唐微电子一家对抗
外国供应商的局面，本土智能卡芯片供应商应当加强研发，积极布局。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工业和信息
化部、国家商务部、国务院发展研究中心、中国社会经济调查研究中心、中国信息产业商会
智能卡专业委员、中国智能卡信息、国际电子商情、卡市场信息网等提供的大量基础资料，
以及对我国IC卡市场现状、发展趋势及其所面临的问题等进行的深入调研。报告全面总结了
2008年中国城市IC卡的应用发展状况和特点，深入解析了IC产业链，介绍了IC卡优企业并
对其竞争策略进行了综合评价，分析了IC卡应用需求以及市场供给的情况，对市场竞争整体
格局做出建议。在此基础上，深入研究了中国未来IC卡市场趋势和市场规模。报告还综合研
究了当前我国IC卡行业面临的国际市场竞争与挑战。本报告内容简练、论述精辟，在撰写过
程中，运用了大量的图、表等工具进行分析，是IC卡行业、相关企业单位准确了解目前中国
IC卡市场发展动态，把握IC卡发展趋势，制定市场策略的首选精品。
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